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:^-===== EPODOC 

TI - Smart card for data transmission using contact- or contactless 
technology 

AB - The smart card comprises a body with recess {24) containing a chip with 
antenna contacts (31, 32). A layer (11) includes antenna (e) , especially 
formed as coil in the body, having contacts (20, 21) for connection to 
the chip. The contacts have thickened sections (16, 17) embedded into the 
body of the card. These are coated on during working or milling of the 
recess. They form a conductive connection between the antenna contacts 
and the chip contacts (20, 21), Further claims include: the method of 
making the smart card; the smart card itself, with data transmission 
using contact-, or especially contactless technology; and a method of 
making both electrical and mechanical connections to a module using a hot- 
bonding or hot-melt adhesive. The corresponding bonding and arrangements 
are also claimed. 

PN - DE19709985 A 19980917 

AP - DE19971009985 19970311 

PR - DE19971009985 19970311 

PA - PAV CARD GMBH (DE) 

IN - WILM ROBERT (DE) 

EC ~ G06K19/077T ; H01L23/498K ; H05K1/18C2 ; H05K3/28 ; H05K3/34C4B ; H05K3/ 
40B 

ICO ~ T05K3/00K4 

CT - DE19610044 Al [ ] ; DE19500925 Al [ ]; DE1609149 Al [ ] ; 
US5598032 A [ ]; W09618974 Al [ ] 

DT - * 

^■^^^^ WPI 

TI - Smart card for data transmission using contact- or contactless technology 
- comprises body with recess and antenna layer connected to chip using 
hot melt- or hot bonding adhesive, simultaneously forming reliable, warp- 
resistant soldered contacts using e.g. solder paste, particle or ball 
inclusions 

AB - DE19709985 The smart card comprises a body with recess (24) containing a 
chip with antenna contacts (31/ 32). A layer (11) includes antenna(e), 
especially formed as coil in the body, having contacts (20, 21) for 
connection to the chip. The contacts have thickened sections (16, 17) 
embedded into the body of the card. These are coated on during working or 
milling of the recess. They form a conductive connection between the 
antenna contacts and the chip contacts (20, 21) . Further claims include: 
the method of making the smart card; the smart card itself, with data 
transmission using contact-, or especially contactless technology; and a 
method of making both electrical and mechanical connections to a module 
using a hot-bonding or hot -melt adhesive. The corresponding bonding and 
arrangements are also claimed. 

- USE - To make mechanical and electrical bonds in a smart card assembly, 
which may be used for data transmission using contacts, and/or by 
contactless technology. 

- ADVANTAGE - This invention makes mechanical and electrical bonds in a 
single stage of heating. These bonds are reliable over the longer term, 
and warping resistant. Known wave soldering techniques or conventional 
bonding and/or soldering machines can be employed. Processes are further 
described in the text/ .including some details of dimensions and materials 
used. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unrterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Chipkarte, Verblndungsanordnung und Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte 
@ Die Erfindung betn'fft eine Chipkarte, efne Verbrndungs- 
anordnung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer 
Chipkarte, wobei ein auf einem Modul befindlicher Hatb> 
leiterchip in eine Ausnehmung eines Kartentragers unter 
Erhalt einer elektrischen urid mechariischen Verbindung 
eingesetzt wird, GemaB einem ersten Aspekt wird bei 
dem Ausfrasen der Ausnehmung ein Abschnitt von Kon- 
Taktbumps freigelegt, die eine sichere Verbindung zwi- 
schen Modul und Induktions- oder Antennenspule er- 
moglichen. GemafS einem zweiten und dritten Aspekt 
werden notwendige etektrische Kontakte durch Loten und 
mechanische Kontakte durch HeiS- oder Schmelzkleber 
realisiert. Daruber hinaus wird vorgeschlagen, den Kleber 
mit leitfahigen Partikein zu versehen, wobet der KlebstofF 
bei der Verbindung unter Druck komprimiert wird, so dalS 
sich ein gewunschter elektnscher Kontakt ausbildet. Ge- 
, malS einem vierten Aspekt wird ein spezteller Verstei- 
» fungsrahmen vorgesehen, welcher isolierende Abschnit- 
te aufweist. Der Versteifungsrahmen dient der Erhohung 
der mechanischen Stabilitat und zur Aufnahme von Ver- 
windungskraften und Spannungen, die beim Einsatz der 
Karte entstehen konnen. Gleichzeitg ermoglicht der Ver- 
steifungsrahmen in einfacher Weise eine Kontaktterung 
zu im Inneren der Karte befindlichen Leiterbahnen^ z. B. 
fur induktive Elemente, die eine Antenna zur kontaktlosen 
Datenubertragung bilden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, eine Verbindungs- 
anordnung uod cin Vcrfahrcn zum HcrsicUcn cincr Chip- 
karte, wobei eio auf eineiii Modul befindlicher Halbleiler- 5 
chip in einer Ausnehmung eines Karteniragers untcr Erhalt 
einer elektrischen und mechanischen Verbindung eingesetzt 
wird. 

Chipkartcn fur die koniaklbchaftctc, abcr aiich kontakt- 
lose, d. h. induktive Dalenubertragung weisen einen mit lO 
dem Kartenkorper verbunden Chipkarten-Modul auf, der ei- 
nen auf einem Kunststofflrager befindlichen Halbleiterchip 
umfaBt, wclcber bei kontaktbehaftetco Karten mil einetn 
galvanisch er/^gten Kontjaktfeld verbunden ist. Tn einem 
Kartenlesegerat werden diese Kontaktflachen elektrisch ab- 15 
getastet, so daB die crforderliche Kommnnikation mogUch 
wiru. 

Bei kontaktlos, induktiv arbeitenden Systemcn erfolgt die 
Daienubermitllung durch elektromagnelische Wechselfel- 
dett mitteis wenigstens einer in der Chipkarte bzw. ira Kar- 20 
lentrager angeordneten Induktionsspule oder Antenne. 

Bei sogenannien Kouibikarten sind beide erwahnlen Sy- 
steme in einer Karte vereint. Die Kombikarte verfugt dem- 
nach sowohl uber ein Kontaktfeld fur die kontaktbehaftete 
Ubertragung als auch uber einen indukti v koppelbaren Kon- 25 
rakt. Hicrfur isi cs crfordcrlich, ncbcn den elektrisch Icitcn- 
den Verbindungen voiu Halbleiitirchip zuiii System fur die 
kontaktbehaftete Ubertragung auch Verbindungen zum Sy- 
stem fur die induktive Datenubermitllung herzustellen. 

Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung einer 30 
Chipkarte, insbcsondcrc solchcr, bei der sowohl Mittcl zur 
kontaktlosen Daien ubertragung als auch die erwahnte galva- 
nische Kontaktebene vorhanden ist, wird in einen Karten- 
korper ein Modul eingebracht, welcher einen ICX^hip um- 
fafit 35 

Der Modul wird in eine Ausnehmung im Kartenkorper 
eingelegt und niittels Fiigen od. dgl, mit dem Kartenkorper 
unter Erhalt einer entsprechenden mechanischen und elek- 
trischen Verbindung laminiert. 

Eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Modul und 40 
Kartenkorper bzw. auf dem Kartenkorper befindlichen Kon- 
lakten, die mit der Induktionsspule in Verbindung stehen, 
kommt beispielsweise dadiirch zustande, daB ein anisotro- 
per leitender KlebsloiTim Bereich der AnschluBstellen und/ 
Oder der Verbindungsstellen des jeweiligen Mitteis fur eine 45 
kontjaktlose Dareniibertragung aufgetragen und der Kleb- 
stotf zumindest im Bereich der AnschluBstellen so weit ver- 
dichrct odor komprimicrt wird, daB cine elektrisch Icitcndc 
Briicke enisieht. 

im Falie eines Klebstotfes mit leitenden Partikeln fuhrt 50 
dies also dazu, daB die Parti k el im Bereich zwischen den 
AnschluBstellen und dem Adillel fur die kontaktlose Daten- 
ubcrtragung sich bcriihicn, wodurch die Icitcndc \fcrbin- 
dung resuUierl. 

Die bei der HersteUung von Chipkarten verwendeten Mo- 55 
dule greifen in der Regel auf einen KunststojBTtrager zuriick, 
auf dem das eingangs erwahnte IC-Chip ggfs. mit ISOKon- 
taktflachen versehen angeordnet ist. Das so vorgefertigte 
Modul wird mit dem Kartentrager, der z. B. aus Polycarbo- 
nat be^tehen kann, verbunden: Dieses Verbinden bzw. das 60 
Einselzen des Moduls in den Kartenkorper in eine z. B. ge- 
fraste Ausnehmung erfolgt iiblicherweise unter Riickgriff 
auf ein Klebeverf^ren hei Verwendung eines HeiB- oder 
SchmeLzklebers. 

In dem Fallc, wcnn die Kombikartcn, die sowohl zur kon- 65 
taktlosen als auch zur kontaktbehafteten Verwendung geeig- 
net sind, oder kontaktlose Karten hergestellt werden sollen, 
muB eine weitere Kontaktebene mit AnschluBstellen fiir die 


Induklionsschleife bzw. die Induktionsspule vorgesehen 
sein. 

Es sind Chipkarten bekannt, bei weichen im Kartenkorper 
cine aus Draht gcwickcltc Spulc vorgesehen ist, dcrcn Endc 
mit Anlennenkontakten des Chips bzw. seines TVagers ver- 
bunden sind. Diese Gesamtanordnung ist im Kartenkorper 
eingegossen, wobei die Herstellung technologisch sehr auf- 
wendig ist. 

Darubcr hinaus wurdcn bcrcits Chipkartcn vorgcstcUt, bei 
weichen die Antenne aus einer Antennenschicht herausge- 
atzt wurde, wobei die Antenne Chipkontakle aufwcist, wel- 
che iiber einen leitenden Kleber rait den Antennenkontakten 
des Chips bzw. seines Tragers verbunden sind. Bei der Her- 
stellung des Kartenkorpers werden die Chipkonrakte iiber 
eine entsprechende Ausnehmung in einer auf die Antennen- 
schicht aufgebrachten Deckschicht freigelassen, was die 
HersteUung ebenfalls aufwecdig macht. 

Bei erhabenen AnschluBstellen, die sich auf der Oberfla- 
che das Moduls und/oder auf der Oberfiache oder an den 
Seitenfiachen der Ausnehmung des Kartentragers befinden, 
kann eine Verklebung von Modul- und Kartentrager mitteis 
der HersteUung der elektrisch leitenden Verbindung in ei- 
nem einzigen Arbeitsgang durchgefuhrt werden. 

Es hat sich jedoch gezeigt, daB das erforderliche Tempe- 
ratur- und Zeitregime zur Herstellung zuverlassiger sowohl 
clcktrischcr als auch mcchanischcr Verbindungen cngco To- 
leranzen unterHegu so daB bei nicht opLimalen Verfahrens- 
parametem die Langzeitstabilitat derart hergestellter Karten 
reduziert ist^ und daB es aufgrund der Abmessungen und der 
plastischen Eigenschaften des Moduls sowie des Kartentra- 
gers zu Vcrwindungcn und Vcrspannungen in der Kartc mit 
der Eolge von Kontaktstorungen und damit geringerer Zu- 
verlassigkeit konimt. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine (Chipkarte, ein 
Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte sowie eine Ver- 
bindungsanordnung fur ein derartiges Hers t el lungs verfah- 
ren anzugeben, mit welchem ein auf einem Modul befindli- 
cher Halbleiterchip in eine Ausnehmung eines Kartentragers 
sowohl elektrisch als auch mechanisch mit hoher Zuverlas- 
sigkeit und Verwindungssteife fcontaktiert werden kann, wo- 
bei die resultierende Gesamtanordnung unter alien Umstan- 
den eine hohe Langzeitstabilitat und ausreichende Zuverlas- 
sigkeit der so geschaffenen Chipkarte gewahrleistet. 

Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit einer 
Chipkarte, einer Verbindungsanordnung bzw. HersteUungs- 
verfahren, wie sie im einzelnen in den unabhangigen Paten t- 
anspriichen definiert sind. 

GcmaB einem crstcn Aspckt der Erfindung wird cine An- 
tennenschicht zuniichst voUstiindig in das Karlenniaterial 
eingebaut, wobei die Cbipkontakte aber derart verdickte Ab- 
schnitte aufweisen, daB bei dem zur Herstellung von bisher 
ublichen Chipkarten ebenfalls ublichen Ausfrasen der Aus- 
nehmung fiir den Chip und scujcn Tragcr Tcilc der vcrdick- 
ten Abschnitte abgetrast und dadurch CTDdpkonlakLdachen 
geschaffen werden, die dann mit den Antennenkontakten 
des (^hips bzw. seines Tragers leicht verbindbar sind. 

Die verdickten Abschnitte konnen auf verschiedene 
Weise hergesteUt werden. Es ist beispielsweise moglich, ei- 
nen selektiven Auftrag von Material in galvanischen Badern 
zu erzcugen. Vorzugsweise werden die verdickten Ab- 
schnitte jedoch aus Lot, insbesondere aus Weichlol gebildei. 
Dies kann beispielsweise in der ublichen Art und Weise ge- 
schehen, die beim Verzinnen von gedruckten Schalmngen 
angewendet wird, also z. B. durch Fiihren der Antennen- 
schicht Liber cincn LotschwaU bzw. cine Schwallbadl5icin- 
richtung, wobei dann nur die Kontakte unabgedeckt sind. 
Bei einer anderen Ausfiihrungsform der Erfindung werden 
die Cbipkontakte mitteis bekannter T^t- bzw. Bondmaschi- 
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nen bcarbeitet, wobei man ggfs. auch einen kurzen Draht in- 
ncrhalb des T^t-"Huge1s" sfehen laBt, dcr bei der spat.eren 
Verbindung mit den Aniennenkontakten eines Chips bzw. 
dcsscn Tragcrs von Vortcil scin kann. Wcscntlich isl hicr Ic- 
diglich, daB die Verdickung so hinreichund sLark isl, daB 5 
beim spateren Ausfrasen der Aufhahraeverliefung fur den 
C7hip bzw. dessen Trager trotz ausreichender Frastoleranz 
die Chipkontakte sicher freigelegt bzw. gebildet werden 
kOnncn. Wcnn man hicrbci davon ausgcht, dafi die Antcn- 
nenscbicht eine 'Jragerdicke von etwa 200 fjm und eine 10 
Kupferschicht von etwa 35 fim aufweisl, so ware diese Kup- 
ferschichtdicke bei den vorgegebenen FrSsioleranzen von 
etwa 20 bis 30 nicht einwandfrei und sicher freizulegen. 
Wenn man jedoch eine Verdickung von 100 bis 200 pm 
durch Lot-Auftrag vorsieht und einen derartigen Bump bil- 15 
det, so ist es leicbt ersichtlich, daB dann ein sicheres Anfra- 
sen trotz der vorgegebenen Toleranzen moglich ist und da 
bei gleichzeitig sichergestcUt wird, daB die sehr diinne Kup- 
ferbeschichtung der Antennenschicht nicht beschadigt oder 
verletzt wird. 20 

Es war zwar bisher ublich, derartige Antennenschichten 
iriiL ihreiu auf der Oberflache liegenden Relief aus gealzlen 
Leiterbahnen in Kartenmaterial einzubetten. DaB der nun^ 
mehr beschrittene Weg tatsachlich zum Erfolg fuhrt und der- 
artig Starke Verdickungen von 100 bis 200 pm ohne weiteres 25 
in die Norm-Kartcn mit cincr Gcsamtdickc von 760 pm ± 
80 piu einbetlbar sind, isl ausgesprochen uberraschend. 

Die Antcnnenkontakte konnen mit den Chipkarten durch 
eine Vielzahl von elekrri.sGhen Verbindungsvorgangen ver- 
bunden werden, was spater naher erlautert wird. Es sei hier 30 
bcispiclswcisc an SchwciBcn odcr Klcbcn miitcls clcktrisch 
leitender Kleber erinnert. Vorzugsweise geschieht die Ver- 
bindung jedoch durch Loten, was technologisch cinfach zu 
handhaben ist und dabei gleichzeitig besonders haltbare 
Verbindungen liefert. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 35 
Fertigungen der Chipkontakte aus Weichlot bestehen. 

Besonders gunstig fur den Anwender oder auch den pro- 
grarajuierenden Hcrstellcr der Chipkartc ist die Anordnung 
dann, wenn der <^hip bzw. sein IVSger auf seiner der Anten- 
nenschicht abgewandten Seite zusatziich Kontakte zum di- 40 
rekten (kontaktb^afteten) AnschlieBen aufweist. Eine der- 
art ausgebildete Kaite, die sowohl kontaktlos als auch kon- 
taktbehaftet benutzbar ist, kann beispielsweise beim Her- 
sleller Ciber den direkien, konlaklbehafteten Zugang pro- 
grammiert und dann vom Benutzer auch nur noch kontakt- 45 
los verwendet werden. 

Vorzugsweise umfaBt der Kartenkorper gemaB dem er- 
slcn Aspckt der Erfindung mindcstcns zwci Dcckschichtcn, 
zwischen denen die AnlennenschichL einlaiiunien ist. Die 
Deckschicht, welche auf der Seite der Chipkontakte liegt, 50 
nimmt die Verdickungen gleichzeitig auf. Selbsr dann, wenn 
sich die Verdickung auf der KartenauBenseite nach dem Zu- 
sammcnlaminicrcn abzcichnct, was bei cincr fcrtigcn Kartc 
nichl optimal ware, isL dies unschadlich, da genau der Be- 
reich, in welchem die Chipkontakte Hegen, spater abgefrast 55 
wird. 

Bei einer dementsprechendcn Ausfiihrungsform der Er- 
findung weist der Chip einen Trager mit kartenauBenseitigen 
Kontaktflachen auf, wobei die Antcnnenkontakte von 
Durchkontaktierungsabschnitten (z. B. Bohrungen rnit ent- 60 
sprechenden galvanischen MelallaufLragen ini Bohrloch) 
gebildet sind, welche ein isolierendes Tragermaterial zum 
Halten der Kontaktflachen durchqueren. Derartige Karten 
konnen auch in kontaktbehafteten Systemea Verwendung 
findcn. 65 

Bei einer weiteren Ausfiihrungsform gemaB dem ersten 
Aspekt der Erfindung ist der Chip auf einem Trager mit kar- 
reninnenseirigen Konraktflachen angehracht, so daB die An- 


tcnnenkontakte direkt auf den Chipkontakten zu liegen 
kommen. Um nun ein Verloten der Kontakte miteinander zu 
ermogiichen, ist es von Vorteil, wenn das Tragennaterial fiir 
die KontaktHachcn des Chips in den Antcnncnkontaktbcrci- 
chen fortgenonuiien isl, so daB nach auBen geoHnete Berei- 
che iiber den Riickseiten der Antcnnenkontakte liegen. Da- 
durch sind die KontaktAachen von auBen zugangUch, um 
Werkzeugc, insbesondere solche zum Erwannen auf die An- 
tcnncnkontaktriickscitcn driickcn zu konnen. E-s ist auch 
moglich, mittels Intrarotstrahlung, insbesondere durch ei- 
nen Laser, die Kontaktflachen zum Zweck des Lotens zu er- 
wSrmen. 

Bei einem wie oben crlauterten beidseitig beschichteten 
Trager fur den Chip kann wieder ein kontaktloses ebenso 
wie ein kontaktbehaftetes Zusatzgerat verwendet werden, 
um die Karte zu programmieren bzw. in Benutzung zu neh- 
men. Auch in diesemFaU ist jedoch wichtig, daB im Bereich 
der Antcnnenkontakte eine Warmeiibertragung zum Verio- 
ten der Antcnnenkontakte mit den Chipkontakten stattfinden 
kann. Hierzu sind wieder Offnungen Lm Trager bzw. in den 
auf ihm angebrachten Kontaktflachen im Bereich der Chip- 
karle vorgesehen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zum Herstellen einer 
Chipkarte gemaB dem ersten Aspekt der Erfindung umfaBt 
die folgenden Schritte: 

Auf cine Antennenschicht wird cine Antcnnc mit Chipkon- 
takten zum AnschluB eines Chips gebildet. Es sei hierbei be- 
lont, daB unter dem BegriJff "Antenne" eine Vielzahl von sol- 
chen Strukturen zu verstehen ist, welche zur Bildung von 
Zusatzfunktionen moglich sind, die eiganzend zu denen des 
Chips gcwunscbt werden und die mit dem Chip ijbcr dcsscn 
Trager verbunden werden mussen. 

In einem nachsten Schiitt werden auf den Chipkontakten 
verdickte Abschnitte gebildet. Dies kann durch alle mogli- 
cben elektrochemischen Verfahren, durch Auftragsschwei- 
Ben oder auch durch den Auftrag von leitenden KunsLstofTen 
geschehen. 

In einem nachsten Schritt wird ein Kartenkorper derart 
gebildet, daB die Antennenschicht vmd die Chipkontakte 
einschlicBlich der verdickten Abschnitte von Kartenmaterial 
bedeckt sind und mit diesem fest verbunden werden. 

Im Kartenkorper wird eine Ausnehmung derart gebildet, 
daB die verdickten Abschnitte mindestens leilweise abgetra- 
gen und dadurch freigelegt werden. 

Ein Chip, umfassend einen Trager mit Antenneokontak- 
ten zur Verbindung der Trager-T^iter.strukturen mit der An- 
tenne wird in die Ausnehmung eingesetzt. 

Die Antcnnenkontakte werden mit den Chipkontakten 
verbunden. 

Das Bilden der Antenne aus der Antennenschicht ge- 
schieht vorzugsweise in einem Atz- oder Schneidvorgang. 

Das Auftragen von Material auf die Clupkontakte wird 
vorzugsweise in cincm L5tvorgang auf an sich bckanntc 
Weise vorgenoiiunen. 

Die Bildung des Kartenkorpers geschieht vorzugsweise 
mittels eines Laminierungsvorgangs, wobei die Antennen- 
schicht zwischen zwei Deckschichten einlaminiert wird. 
Unter Deckschicht isl hierbei natiirUch keine absolut homo- 
gene Struktur zu verstehen, da derartige Schichten wie- 
derura meist einen mehrschichtigen Aufbau haben, wobei 
beispielsweise ein Aufdruck durch eine klare Deckschicht 
abgedeckt ist, oder zur Verbindung rait darunterliegenden 
Schichten eine auf zulaminierende Schicht hesondere Ver- 
bindungs- oder Klebeschichten umfaBt. 

Die Ausnehmung in der Kartc wird in an sich bckanntcr 
Weise vorzugsweise durch Frasen gebildet. In die so ent- 
standene Ausnehmung wird der Chip samt seincm Trager 
eingesetzt und vorzugsweise verkleht, und zwar mittels ei- 
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nes SchmelzkJebers. Der Grund hierfiir liegt insbesondcre 
darin, da8 hcim nachfolgenden Verloten der Antennenkon- 
lakte mil den Chipkontakten einen Hohenschwund durch 
fiicBcndcs Lotmaicrial an den Kontaktcn auftritt, der bci der 
Verwendung von bekannlen Cyan-Acrvlalklebern nur 5 
schwer zu kompensieren, bei Verwendung von SchweiBkle- 
bem aber leicht, ggfs. auch nachiragUch durch emeutes Auf- 
waniien ausgleichbar ist. 

Die Wannc zum Vcrlolcn kann durch cin von auBcn auf- 
gesetzLes Lotwerkzeug, also durch Warmeleitung aufge- lO 
bracht werdeo, Bci ciner wciteren Ausfuhrungsforrn des 
Verfahrens basierend auf dem ersten Aspekt der Erfindung 
wixd die Warme durch Strahlung, insbesondcre durch Strah- 
lung eines TR-T,^i.sers zugefiihrt, Rs isl naturlich eben.so mog- 
lich, die Warnie iiber Ultraschall, also quasi iiber Reibungs- 15 
warme bereitzusteUcn. 

(JemaB einem zweitec Aspekt der Erlindung wird eine 
Chipkarte fiir die kontaktlose und/oder kontakibehaftete Da- 
ren uhertragung angegeben, welche einen Halhleilerchip und 
Kontaktflachen fur die kontaktbehaftete Dateniibertragung 20 
und dancben AnschluBsielien und wenigstens ein Mittel fiir 
die kontakllose DaLenuberlragung, das in der Regel eine In- 
duktionsspule ist, umfaBi. Die erfindungsgemaBe Chipkarte 
gemafi dem zweiten Aspeki der Erfindung zeichnet sich da- 
durch aus, daB die eiektrisch ieitenden Verbindungen zwi- 25 
schcn den AnschluBstcUen und dcra Mittel fur die kontakt- 
lose Datenubenragung auch auttels Loten hergeslelU isl, 
wobei die mechaniscbe Verbindung durch IleiB- oder 
Schmelzkleben, aber auch durch T^tung, erfolgen kann. 

ZweckmaBig weist gemaB dem zweiten Aspekt der Erfin- 30 
dung der cingcsctztc HciB- odcr Schmclzklcbcr particllc 
eiektrisch ieittahige, und auch lottahige Partikel auf. Beson- 
ders bevorzugt werden diese eiektrisch Ieitenden, lotfahigen 
Partikel bereits bei der Praparauon des Klebers auf einer 
Tragerfolie zugesetzt bzw. aufgebrachL 35 

GroBe und Menge der ahschnittweise dem Klebstoff zu- 
gesetzten Ldtpartikel richtet sich nach der Kontaktausbil- 
dung bzw. der Kontaktflachen der Chipkarte. Der Durch- 
messer einer zwischen vorgesehenen Kontaktflachen und 
auf einem HeiB- oder Schmelzkleber befindlichen Lotkugel 40 
liegt beispielsweise im Bereich zwischen 15 und 25 pm. 

Die Menge der Ieitenden Partikel wird zweckniaBig so 
gewahit, daB zwischen den AnschluBstellen und dem Mittel 
zux kontakllosen Dalenuberlragung geniigend Partikel zu 
liegen kommen, um eine ausreichende elektrische Verbin- 45 
dung durch T.oten aufzubauen. 

GemaB dem erflndungsgemaBen Verfaiiren nach dem 
zweiten Aspekt der Erfindung kommt die eiektrisch Icitcndc 
Verbindung dadurch zustande, daB der auf der Tragerfolie 
befindliche Klebstoff zumindest im Bereich der AnscbluB- so 
stellen und/oder der Verbindungsstellen des Mittel s fur die 
kontaktlose Datenubertragung leitfahige Partikel oder 
Schichten aufwcist, die cijic eiektrisch Iciiendc Briickc zwi- 
schen den AnschluBsielien und dem Mittel zur kontakllosen 
Dateniibertragung durch Loten bilden konnen. 55 

Bei der Herstellung von C!!hipkarten wird uberwiegend so 
vorgegangen, daB zunachst ein Modul hergestellt wird, der 
einen Kunststofftrager umfaBt, auf dera ein Halbleiterchip 
angeordnet isL Der Modul wird dann mit dem Kartentrager 
aus Kunststofif, z. B. Polycarbonat verbunden. Ublichcr- 60 
weise wird der Modul in cine in den Karlenkorper gefriiste 
Kavitat implantiert, wie dies bereits erlautert wurde. 

Besonders bevorzugt erfolgt die Herstellung der erfin- 
dungsgemaBen Chipkarten unter Verwendung der beschrie- 
bcncn, bereits bckannten Komponcntcn und Verfahrens- 65 
schritte. ZweckmaBig verwendet die Erfindung nach dem 
zweiten Aspekt also einen ubUchen Modul, dem jedoch eine 
Kontaktebene mit den AnschUiBstelJen fUr das Mittel zur 
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kontakdosen Datenubertragung hinzugefugt wird. In der 
l^egel wird der Modul mit zwei weiteren AnschluBstellen 
crganzt, die auf iibliche Weise mit dera Halbleiterchip ver- 
bunden wcrdcn. 

Besonders bevorzugt sind die AnschluBstellen erhaben 
auf einer Oberflache des Modultragers vorzugsweise der 
vSeite, die den Halbleiterchip tragt, ausgebildel. Die Hohe 
der AnschluBsteUen nach dem zweiten Aspekt der Erfin- 
dung richtet sich nach Art und Abmcssungcn der Kartc und 
kann beispielsweise zwischen 1 und 20 jum betragen, Bevor- 
zugt bestehen die AnschluBstellen aus Metatl und werden 
auf an sich bekannte Weise, z. B. durch Aufkleben, Auf- 
drucken, Aufdampfen, Galvanisieren oder ahnliches herge- 
stellt. Besonders bevorzugt wird die zusatz.liche AnschluB- 
ebene hergestellt, indem ein i>treifen aus Metall auf den Mo- 
dultrager laminiert und anschlieBend strukturiert wird. Lage 
und (jroBe richtet sich nach C^roBe und Lage des Mittels fur 
die kontaktlose Dateniibermitdung und speziell dessen Ver- 
bin dungsstell en . 

Das Mittel fur die kontaktlose Dateniibermittlung, vor- 
zugsweise eine Induktionsspule oder Antenne, ist in zweck- 
inaBiger Weise in den Karlenkorper inlegrierl oder auf die- 
sem angeordnet, wobei die Verbindungsstellen zu den An- 
schluBstellen freiliegen. Beispielsweise konnen im Fall ei- 
ner in den Kartenkorper integrierten Kupferdrahtspule Ver- 
bindungsstellen bcim Frascn der Kavitat mit fi:xiigclcgt wer- 
den. Bei einer derartigen Anordnung isl es iiioglich, die Ver- 
klebung von Modul und Kartentrager gleichzeitig mit der 
Herstellung der eiektrisch Ieitenden Verbindung zwischen 
dem Mittel ftir die kontaktlose Datenubertragung und den 
AnschluBstellen des Moduls durchzufuhrcn. Hierfiir kann 
ein spezieller Stempel eingesetzt werden, welcher sowohl 
Druckkrafte als auch Warmeeneigie zum IlersteUen der 
Klebe- und Lotverbindung bereitstellt. 

Um das bekannte iibliche Hotmelt-Verfahren einsetzen zu 
konnen, wird der Klebstoff, wie erlautert, mit leit- und lotfa- 
higen Partikeln in vorbestimmten Kontaktabschnitten verse- 
hen. Die Herstellung der mechanischcn Klebeverbindung 
gemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung erfolgt dann in an 
sich bekannter Weise, wobei die elektrische Verbindung der 
Kontakte durch gezieltes Einbringen oder Aufbringen von 
Warme tnindestens in oder auf die Bereiche der Kontaktab- 
schnitte realisiert wird. 

GemaB einem driUen Aspeki der &findung Hegl ein ver- 
fahrensgemaBer Grundgedanke darin, zur Herstellung einer 
elekirischen und mechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnehniung eines Kartentragers einer Chipkarte etogesetz- 
icn Moduls auf cine auf einem folicnartigcn Tragcr befindli- 
che, nichl leitende HeiB- oder Schjiiebddeberschicht zuriick- 
zugreifen, wobei diese IleiB- oder Scbmelzkleberschicht im 
Bereich aus zubildender elektrischer Kontakte zwischen 
Modul und Kartentrager mit einer zusatzlichen leitfahigen 
Schicht odcr mit leitfahigen Partikeln zu vcrschcn ist. Diese 
zusatzliche leitlahige Schicht oder die leillahigen Partikel 
konnen durch Lochung der HeiB- oder Scbmelzkleber- 
schicht mit anschlieBendem Verfullen unter Riickgriff auf 
leitfahiges Material ausgebildet werden. 

Die gemaB dem dritten Aspekt der Erfindung so vorberei- 
tete HeiB- oder Schnielzkleberschicht mit leitfahigen Ab- 
schnitten wird dann am Modul oder in der Ausnehmung des 
Kdrtenlragers vorfixiert. Dieses Fixieren erfolgt so, daB die 
mit der zusatzlichen leitfahigen Schicht oder den leitfahigen 
Panikeln versehenen Abschnitte sich zwischen den Kon- 
taktflachen des Moduls und der Ausnehmung des Kartentra- 
gers bcfindcn. Im AnschluB an dieses Fixicrcn wird in einem 
einzigen Druck-Temperatur-Einwirkungsschritt sowohl die 
mechanische zwischen Modul und Kartentrager als auch die 
elektrische Kontaktierung zwischen den sich gegeniiberste- 
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henden Kontabtflachen realisiert. CJemaB dem dritten 
Aspekl der Hrfindung isr es nichl noiwendig, daB die in der 
Rcgei bezogen aufdie genannte Verbindungsflacbe nur kJei- 
ncn Kontaklflachcnabschniltc wcscnilich zur Klcbcvcrbin- 
dung beitragen, vieliiiehr soilen hier opLiuiierie eleklrische 5 
Eigcnschaften, wie geriiige LeiluDgsinduklivilaten oder ein 
geringer I Jbergangswiderstand erzielt werden. Durch die an 
sich ubliche HeiB- oder Schmeizklebeverbindung wird fur 
cine ausrcichcndc Prcssung und Vcrdichlung der Icjtrahigcn 
Partikel Sorge getxagen, so daii sich die gewunschte Kon- lO 
lakt-Langzeitstabilitat ergibt. 

In dem Falle, wenn wie zum drilten Aspekt der Erfindung 
erlautert, fur die leitfahigen Partikel auf eine Lotpaste oder 
eine T.otkugel zuriickgegri ffen wird, kann durch definiertes 
Zufiihren von Warmeenergie im Kontaklbereich, wie dies 15 
bereits zura zweiten Aspekt der Erfindung erlautert wurde, 
nach Oder wahrend des Verkiebens des Moduls im Karten- 
trager ein Loten erfolgen, wodurch eine weitere Erhohung 
der Kontakt^icherheit gegeben ist. Die Txitstelle wird in die- 
sem Fail von mechanischen Spannungen, Scher- oder son- 20 
stigen Kraften freigehalten, da diese auch im laufenden Ein- 
uaiz der Karle von der Klebeverbindung groBflachig aufge- 
nonuneo werden konnen. 

(jemaB einera weiteren (Jrundgedanken nach dem dritten 
Aspekt der Erfindung kann je nach Material des Kartentra- 25 
gcrs oder des Moduls cin gccignctcr vorkonfektionicrtcr 
HeiB- oder Schiiielzkleber ausgewahlt und hinsichtlich 
Schichtdicke und Auswahl der leitfahigen Partikel ftir den 
jeweiligen EinsatTfall Individuell prapariert und damitopti- 
miert werden. 30 

Die leitfahigen Partikel oder die Icitfahigc Scbicht sind 
auf die HeiB- oder Schmelzkleberfblie beispielsweise uiit- 
tels eines Dispensers, einer Walze oder einera Stempel lokal 
autT)ringbar, wobei wenn erforderlich auf eine Maske zu- 
riickgegriffen werden kann, so daB sich die Reproduzierbar- 35 
keit beim Aufbringen leitfahiger Beschichtungen erhoht. Tm 
P*alle des oberfiachenseitigen Autbringens einer leitfahigen 
Schicht Oder von leitfahigen Partikeln wird in einer Ausfuh- 
rungsform nach dem dritten Aspekt der Erfindung die so 
aufgebrachte Schicht kurzzeitig einer thermischen Behand- 40 
lung ausgesetzt, so daB ein gewisses Anschmelzen der je- 
weiligen Partikel und damit Haften und Verbinden mil dem 
HeiBkleber bzw. dem Schmelzkleber die Folge isL Durch 
diese MaBnahuie wird sichergesiellU daB beim nachfolgen- 
den Handling die leitfahige Schicht bzw, das leitfahige Ma- 45 
reriaJ vor unerwunschtem Abtrag geschiilzt ist. 

In dem Falle, wenn die HeiB- oder Schmelzkleberschicht 
Ausnchmungcn oder Lochungcn aufwcist, die rait leitfahi- 
gen Partikeln wie Lolkugeba oder Lotpaste verfuUt werden, 
kann auf ubliche und bewahrte Lotmiltel zuriickgegriffen 
werden. Die Dosierung der Menge einzubringender Partikel 
in die Ausnehmungen oder Lochungen ist unkritisch, da 
MatcrialubcrschuB bci Lotcn und/odcr Anprcsscn und 
gleichzeitigem Verkleben in die Kleberschichi hinein ver- 
drangt werden kann, ohne daB die Kontaktsicherheit insge- 5.'> 
samt beeintrachdgt wird. 

Das erfinduDgsgemaBe Verbindungsmittel nach dem drit- 
ten Aspekt zur Durchfijhrung des geschilderten Verfahrens 
besteht aus einer auf einer Tragerfolie befindlichen, nicbtlei- 
tenden HeiB- oder Schmelzkleberschicht, welche im Be- 60 
reich herzusleUender elektrischer Kontakte Abschnilte mil 
leitfahigen Partikeln oder einer leitfahigen Schicht aufweist 

Diese Ahschnirre konnen aus mit Tx>fpasr.e oder T.eitkle- 
ber vertullteo Ausnehmungen oder Lochungen bestehen. 

In cincr Ausgcstaltiing des Vcrbindungsmiltcls bcfindcn 65 
sich die leitfahigen Abschnitte im Inneren einer HeiB- oder 
Schmelzkleberschicht, wobei diese bci der Montage mitt els 
Druck-Temperatur-Einwirkung verdrangt wird und erha- 


benc Koniaklfiachen in Wirkvcrbindung mit der inneren 
leitfahigen Schicht h/w. den inneren leitfahigen Ahschnitten 
Helen. 

GcmaB dcni driucn Aspckl der Erfindung gclingt cs, cin 
Verfahren und ein VerbixidungsmilLel zur Hen^leliung einer 
elektrischen und mechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnehmung eines Karientragers einer (^hipkarte eingesetz- 
ten Moduls anzugeben, wobei einerseits auf bekannte HeiB- 
odcr Schmelzkleber zoriickgcgriifcn werden kann und andc- 
rerseils sowohl qualitativ hochwertige elektrische Kontakte 
bzw. elektrische Verbindungen realisiert werden konnen und 
die geforderte mechaoische Fcstigkeit des Moduls im Kar- 
tentrager gegeben ist, ohne daB im laufenden Betrieb nach- 
teiiige Scher- oder sonslige Krafte auf die Koniaktbereiche 
einwirken. 

Das er&ndungsgemaBe Verfahren gemaB dem dritten 
Aspekt ist insbesondere fiir kontaktlose C^hipkarten oder 
auch Kombikartcn geeignet, bei welchen sowohl mecha- 
nisch kontaktierbare Kontaktflachen als auch induktive 
Komponenten-vorhanden sind. Durch die Verwendung der 
crfindungsgemaB modifizierten HeiB- oder Schmelzkleber- 
fohen konnen die Kosten bei der Karienhersiellung gesenkl 
werden, da es nichl mehr notwendig ist, auf kostenintensive 
anisotrop leitende Klebstoffe zuriickzugreifen, die im iibri- 
gen zum Verkleben der Module mit dem Kartentrager nur 
schr bcdingt geeignet sind. 

Durch das nur parlielle elektrische Verbinden an den je- 
weiligen elektrischen Kontaktierungsslellen verbleibt genii- 
gend Flache zur Aus fuh rung der stoffschlussigen Klebever- 
bindung, um das Modul sicher am Kartentrager zu befesti- 
gen. 

Unter Berucksichtigung der erwahnten Probleme hin- 
sichthch der LangzeitstabiUtat des Karientragers, wenn die- 
ser Verwindungen und/oder Verspamiungen ausgesetzt wird, 
besteht gemaB einem vierlen Aspekt der Erfindung ein ver- 
fahrenssei tiger Grundgedanke darin, daB der in die Karten- 
ausnehmung zu implantierende Modul auf seiner Einsatz- 
seite oder seiner Randseite bin einen leitfahigen, isolierte 
Abschnilte aufweisenden Versteifungsrahmen besitzt Die- 
ser Versteifungsrahmen weist Kontaktflachen auf, die beim 
Einsetzen des Moduls mit in der Ausnehmung befindlichen 
Gegenkontaktflachen eieklrisch in Wirk verbindung treten, 

Beim Einsetzen des Moduls mit Halbleiterchip und Ver- 
steifungsrahmen gemaB dem vierlen Aspekt der Erfindung 
in die Ausnehmung des Karientragers erfolgt dies beispiels- 
weise durch Einpressen, wobei zusatzliche stoff- und/oder 
formschlussige Verbindungen reafisierbar sind. Durch die 
Ausbildung des Moduls mit Versteifungsrahmen, der so- 
wohl mechanische als auch elektrische Funklionen erfiilll, 
kann auf einfache Technologien der Verbindung von Modul 
mit dem Kartentriiger, namlich Einpressen oder eine Snap- 
In-Verbindung zuriickgegriffen werden, so daB sich insge- 
saml die Prod ukti vital erhoht. Der VcrstcifLmgsrahmcn fuhrt 
zu einer slabilen Ausbildung des Moduls, wodurch Verwin- 
dungen und Spannungen beim Betrieb der IC-Karte aufge- 
nommen werden konnen, ohne daB unerwiinschte Krafte auf 
den Halbleiterchip oder sonstige elektronische Bauelemente 
gelangen, 

Es liegt im Sinne des vierten Aspektes der Erfindung, daB 
der Versteifungsrahmen beispielsweise zweiteibg ausgebil- 
det isl, so daB zwei elektrisch isolierte Kontaktflachen ent- 
stehen, die mit entsprechenden Gegenkontaktflachen, die 
beispielsweise mit einer Tnduktionsschleife oder einer An- 
tenne, die im Kartentrager angeordnet ist, in Verbindung ste- 
hcn, zusammcnwirkcn k5nncn. 

Die erfindungsgemafie Verbindungsanordnung nach dem 
vierten Aspekt zur Ilerstellung einer Chipkarte geht von 
dem auf der Einsaty-seiie des Moduls angeordneren leitfahi- 
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gen, voneinander isolicrende Abschnilte aufweisenden Ver- 
.steifungsrahmen aus, welcher mil. Anschlussen des Halhlei- 
lerchip clekthsch verbunden ist. Dieser Versteifungsrahmen 
bcsitzt Konlaklflachcn, die bcispiclswcisc im scitlichcn 
Randbereich und/oder an dcr Unlcrseite befiiidlich Kind, so 5 
daB mil ganz unierschiedlichen Gegenkontaktflachen in der 
Ausnebinung des Kanentxagcrs gearbeitei werden kann. 

Wie erwahnt, sind in der AusDclimung des Kanentragers 
Gegenkontaktflachen cingefomit, wobci bcim Einscrzcn des 
Moduls die Kontakt- und Oegenkontaktfiachen in PreBsitz lO 
zueinander gelangen und/oder stoffschliissig oder fonn- 
schlussig verbunden sind. 

Bei einer speziellen Ausfuhrungsform des VersteiJfungs- 
rahmens gemaB dem vierlen Aspekl der Hrfindung istdiCvSer 
auBenrandseitig oder aiit dem AuBenrand des Moduls ab- 15 
schlieBend angeordnet und weist einc im wesentlichen qua- 
dratische oder rechteckige Ausschnittsform auf. 

Zum Erhalt einer Snap-In- Verbindung zwischen Modul 
und Ausnehmung im Kartentrager besity.t der Versteifungs- 
raiinien seitUche Vorsprunge oder Rastnasen, die niit an den 20 
Seitenwanden der Ausnehmung beflndlichen Rucksprungen 
zusaminenwirken. 

Altemaliv konnen auch die Gegenkontaktflachen in den 
Seitenflachen der Ausnehmung Vorsprunge oder Rastnasen 
aufweisen oder derarlig ausgebitdet sein, und niit entspre- 25 
chcndcn Ausnchmungcn im Vcrstcijfungsrahmcn bcim Ein- 
selzen oder Einpressen desselben in den Kartentrager zu- 
sammenwirken. 

Wie dargelegt, kann erfindungsgemaB die Snap-Tn-\fer- 
bindung im Bereich der Kontakt- und Gegenkontaktflachen 30 
ausgcbildct sein, jcdoch konnen auch andcrc Abschnilte des 
Versteifungsrahmens bzw. gegenuberliegende Hachen der 
Ausnehmung des Kartentragers umfassen, so daB die ge- 
wunschte Festigkeit und Zuverlassigkeit der Verbindung 
zwischen Modul und Karte gewahrleistet ist. 35 

In einer weitBren Ausftihrungsform gemaB dem vierten 
Aspekt der Erfindung weist die Anordnung einen Verstei- 
fungsrahmen auf, der integral mit einem Chiptrager ausge- 
bitdet ist, wobei die voneinander isolierten Kontaktflachen 
des Versteifungsrahmens mit jeweiligen Chipkontakten oder 40 
Bondflachen elekirisch verbunden sind. 

Bei dieser Ausfiiiirungsform ist es nicht notwendig, einen 
separaten Versteifungsrahmen zu fertigen, sondcm es kann 
vom Chiptrager und Versleifungsrahmen der einzusetzende 
Modul gebiidet werden, welcher an seiner Unterseite den 45 
durch Chip-Bondung befestigten Halhleirerchip tragt. Bei 
der letztgenannten Ausfuhrungsform kann daher auf einen 
separaten Kunststoff-Modul bzw. Vcrdrahtungstragcr fiir 
den Halbleiterchip verzichteL werden. Eiue ggfs. notwendig 
werdende elektrisch AuBenisolauon ist durch Aufiaminieren 50 
einer Tsolationsschichr, zweckmaSigerweise iiber die ge- 
samte Rache der Chipkarte moglich. 

Gcmai3 dem vicrtcn Aspekt dcr Erfindung gclingt C5, ein 
Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte bzw. eine Verbin- 
dungsanordnung fiir ein dcrartigen HerstcUungsvcrfahren 55 
anzugeben, mit welchem bzw. mit welcher eine hohe Ver- 
wendungssteifigkeit der Karte insbesondere im Bereich der 
Ausnehmung zur Aufnahme eines Moduls, enthaltend einen 
Halbleiterchip, erreicht wird. Durch den vorgesehenen Ver- 
steifungsrahmen, der auch integral mit elnem Chiptrager 60 
ausgebildet sein kann, isl es moglich, den koinpletten Modul 
in die Ausnehmung einzupressen und vorteilbafte form- 
und/oder krafLschlussige Verbindungen zum elektrischen 
und mechanischen Kontaktieren des Moduls im Kartentra- 
ger zu nutzcn. 65 

Selbstverstandhch kann auch eine siofifschlussige, insbe- 
sondere Lotverbindung, erfolgen, indem Warmeenergie gc- 
zieU. unter Nurj'.ung de^t merallischen Versteifungsrahmens 
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don Lot-Verbindungsstellen zugefuhrl wird. Letztcndlich 
sind auch andere Verbindungsarren, wie das erwahnte HeiR- 
oder Schmelzkleben denkbar. 

Es licgt auch im Sinnc dor Ejftndung, die gcnannlcn 
Aspekte untereinander zu kombinieren. 

Die gemaB dem ersten bis vierten Aspekt erlauterte Erfin- 
dung soli anhand von Ausfiihrungsbeispielen sowie unler 
Zuhilfenahme von Fig. naher erlautert werden. 

Hicrbci zcigcn: 

Fig. 1 scbematisierte Darsteliungen von flinf Verfahrens- 
schrilten gemaB dem ersten Aspekt der Erfindung; 

Fig, 2 bis 4 drei verschiedene Ausflihrungsformen der 
Chipkarte gemaB dem ersten Aspekl im schematischen 
Querschniit; 

Fig. 5 schematisch einen Querschnitt durch eine Chip- 
karte gemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung im Bereich 
biner elektrisch lei ten den Verb in dung sstelle zwischen einer 
AnschluBstelie und einem Mittel zur kontakdosen Daten- 
ubertragung; 

Fig, 6 eine schematische Skizze zur Erlauterung des Ver- 
fahrens gemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung, namlich 
am Bei spiel der Herstellung der elekirisch leitenden Verbin- 
dung, die in Fig. 5 dargesteUt ist; 

Fig. 7 einen Schnitt durch einen Hotmelt-Klebsioffikn ge- 
maB dem dritten Aspekt der Erfindung; 

Fig. 8 cine Draufsicht auf einen praparicrtcn Hotmclt- 
Filni gemaB dem dritten Aspekl der Erfindung; 

Fig. 9 einen Schnitt durch einen IIotmell-Film mit im In- 
neren befindlichen leitfahigen Partikeln gemaB dem dritten 
Aspekt der Erfindung; 

I^g. 10 cine prinzipicllc SchnittdarstcUung dcr Einbaupo- 
sition des Moduls in der Ausnehmung eines Kartentragers 
unter Verwendung des Verbindungsmittels gemaB einem 
Ausfuhrungsbeispiel nach dera dritten Aspekt der Erfin- 
dung; 

Fig. 1 1 eine perspektivische Dar.stellung einer Draufsicht 
auf einen Modul mit Halbleiterchip und Versteifiiagsiahmea 
gemaB dem vierten Aspekt der Erfindung und 

Fig. 12 eine ^'chnittdarstellung durch einen Modul langs 
der Linie A/A aus Fig. 11, wobei der Modul bereits in den 
Kartentrager eingesetzt isL 

Hinsichtlich der nachfolgenden Beschreibung von Aus- 
flihnmgsbeispielen sei darauf hingewicsen, daB die in den 
ZeichnuDgen dargestellten GroBenverhiiitnisse nicht den tat- 
sachlichen Gegebenheiten entsprechen, insbesondere sind 
die Schichrdicken der leitenden .Schichten gegeniiber den 
Kunststoffschichten erheblich kleiner oder oiedriger. 

In Fig- 1 ist cine Antcnncnschicht 10 im Querschnitt gc- 
zeigt, die aus einem Trager 11 mil einer daraufliegenden Be- 
schichtung 12 besteht. Die Schichtdicke des Tragers kann 
etwa 200 pm, die Beschichtung 12 etwa 35 pm (Kupfer) he- 
tragen. 

In cLncm ersten Vcrfahrcns schritt wird in an sich bckann- 
Ler Weise durch selektives Atzen ein Leilerbahneniimster 
gebiidet, das gemaB Fig. lb Antennenbahnen 13, 14, 15 (an 
sich ist des nur eine einzige, in Fig. lb aber mehrmals ge- 
schnittene Balin) sowie Cliipkontakte 20, 21 umfaBt 

In einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in Fig, Ic ge- 
zeigt ist, werden auf den Chipkontakten 20, 21 Verdickun- 
gen 16, 17 geschaffen, die in dieser Ausfuhrungsform der 
Erfindung als Lolauflrag gebiidet sind. Diese Verdickzun- 
gen konnen etwa 100 bis 200 pm dick sein, sie soUen jedoch 
in jedem Fall so dick sein,. daB die beim nachfolgenden Ah- 
frasen auftretenden unvermeidlichen Toleranzen in jedem 
Fall sichcr aufgcfangcn werden konnen. 

In einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in Fig. id ge- 
zeigt ist, wird auf die in Fig. Ic gezeigte Gesamtanordnung, 
also die Antennenschicht 10 samt den Verdickungen 16 und 
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17 eine obcre Dcckschicht 18 und einc untere DcckschichL 
19 so auflaminiert, daf.'^ die Antennenschichr. (gemaR Fig. Ic) 
voUstandig eingcschlossen ist. 

In cincm nachslcn Schriii, dcsscn Endcrgcbnis in Fig. Ic 
ge^eigl isl, wird in an sich bekannter Weise eine Ausneh- 5 
mung 24 in den Kartenkorpcr nach Fig. Id gefrast. Die Fra- 
sung ist hierbei derart tief, dafi in dem Bereich. in welchem 
der Trager des Chips (hier noch nicht gczeigt) spater zu lie- 
gen kommt, die Vcrdickungcn 16 und 17 mit angcfrast bzw. 
abgetrast werden, so dal3 sie in einer Bodenttache der Vertie- lo 
fung 24 freiliegende Zugangsfiachen 22, 23 bilden. 

In eineni nachsten Schritt, dessen Endergebnis fiir drei 
Alternativen in den Fig, 2 bis 4 gezeigt ist, wird dann ein 
Chip mit Trager 25 eingeserzT.. Dieser umfaBr. ein TC 26 so- 
wie einen Trager aus einem Tragermaterial 30 iiiit AuBen- 15 
kontakten 33, 34 und innenliegenden Antennenkontakten 
31, 32, wobei die AnschluBkoniakte (nicht gezeigt) des I(^ 
26 iiber AnsehluBdrahte 28, 29 zu den AuBenkontakten 33, 
34 gefuhn sind. Der TC 26 ist mitsamr Teilen seines Tragers 
n\itlels einer VerguBmasse 27 abgedeckt. 20 

Beim Einsetzen des Chips mit Trager 25 in die Ausneh- 
luung 24 der Karte wird die Anordnung uiiltels SehiiielzkJe- 
ber in der Offoung fixiert. Dann wird ein Lotwerkzeug auf 
die Antennenkontakte 31, 32 aufgesetzt, so dafi das in ihnen 
enthaitene Lot schrailzt und auch die darunterliegenden Ver- 25 
dickungcn 16, 17, wclchc aus Lotmalcrial gcbildcl sind, mit 
anschuielzen. Dadurch wird eine durchgehende Verloiung 
zwischen den Chipkontakten 20, 21 und den AuBenkontak- 
ten 33, 34 und iiber die AnschluSdrahte 2K, 29 zum TC 26 
geschaffen. Nach dem Loten kann eine weitere endgultige 30 
Fixicrung durch Aufwarmcn des Scbmclzklcbcrs gcschc- 
hen. 

Die in Fig, 3 gezeigte Ausfuhrungsform der Erfindung 
unterscheidet sich von der nach Fig. 2 dadurch, daB die An- 
tennenkontakte 31, 32 als Metallisierungsschichten ausge- 
bildet sind, die auf dem Tragermaterial 30 auf der das TC 26 
tragenden Hache ausgebildet sind. Bei dieser Ausfulirungs- 
form der Erfindung sind Bohrungen 35, 36 im Tragermate- 
rial 30 vorgesehen, so daB die Verdi ckungen 16, 17 bzw. der 
dort vorgesehene Lotauftrag von auBen frei zuganglich ist 
Man kann in diesem Fall durch die Bohrungen 35, 36 einen 
Laserstrahl zur Erwarmung auf den Lotauftrag 16 bzw. 17 
richten, um so eine Lotverbindung zwischen den Chipkon- 
takten 20, 21 und den Antennenkontakten 31, 32 herzuslel- 
len. 

Die in Fig. 4 gezeigte Van ante unterscheider. sich von der 
nach Fig, 3 dadurch, daB die Bohrungen 35, 36 nicht durch 
die Antennenkontakte 31, 32 bzw. die sic bildcndcn Schich- 
ten hindurch gefuhrt sind, sondem auf deren Ruckseite en- 
den. Dadurch ist es aber immer noch raoglich, die Anten- 
nenkontakte 31, 32 durch aufgesetzte Werkzeuge oder aber 
durch Warmestralilung (IR-Laser) zu erwarmen, so dafi eine 
Lotverbindung zwischen den Antennenkontakten 31, 32 und 
den Chipkontakten 20, 21 aufgebauL wird. 

Aus obiger Besehreibung geht hervor, daB auch mehrere 
Merkmale, die in den Ausfuhrungsforraen der Fig. 2 bis 4 
gezeigt sind, miteinander kombiniert werden konnen. Insbe- 
sondere ist die Verwendung von beidseitig beschichteten 
Tragermateriaiien 30 moglich. Es ist auch mogiich, seibst- 
tragende Metallkontakteinrichtungen als Chiptrager 25 zu 
verwenden, wie sie an sich bekannt sind. 

Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch eine Chipkarte 1 im 
Hereich einer elektrisch leitenden Verb indungss telle zwi- 
schen einer AnschtuBstelle 2 und einem Mittel 3 zur kon- 
taktloscn Datcnubcrtragung, hicr einer Induktionsspulc. Die 
Induktionsspule 3 ist in den Kartentrager 5, der ublicher- 
wcise aus Kunststotf, z. B. Polycarbonat, besteht, integriert. 
Tm Hereich der Verbindungsstelle ist ein Abschnitl der 
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Spule, beispielsweise durch Erasen der Kartentrageroberfla- 
che, rVeigelegt. Die eine der beiden in Fig. 5 gezeigten An- 
schluBsteUen 2 der Karte zur Spule 3 ist als MetaUstieifen 
auf dem Trager 6 des Moduls, z. B. einer Kunststoffolic, 
ausgebildet und beJQndel sich auBerfialb des Bereichs des 
Tragers in dem der Halbleiterchip angcordnet ist. Die elek- 
trisch leitende Verbindung wird zwischen AnschluBstelle 2 
und Induktionsspule 3 mittels Loten in der Kleberschicht 4 
sclcktiv eingcbrachtcr Lockugcln 8 hcrgcstcllt. Im gczcigtcn 
Fall wird der Klebstolf im Bereich der gesamten Obertlache 
des Moduls aufgetragen, wobei zwischen Induktionsspule 3 
und AnschluBstelle 2 die selektiv im KlebstotTbefindlichen 
leit- und lotfahigen Partikel zum Liegen kommen. 

Wie erwahnt, vArd als bevorzugter Klebstoff ein HfeiB- 
oder Scbmelzklebstotf verwendet, Bei Verwendung derarti- 
ger Klebstoffe kann die Verbindung vom Modul mit Kunst- 
stofftrager 6 und AnschluBstelle 2 zu dem Kartenkorper 5 
bei gleichzeitiger Ilerstellung der Lotverbindung mittels 
Ix>tkugeln 8 zwischen AnschluBstelle 2 undTnduktion5;spuIe 
3 unter Verwendung des weitverbreiteten Hotmelt-Verfah- 
rens erfolgen, wofiir ein universeller Heiz- und Druckstem- 
pel 9 einsetzbar ist. 

Dies ist schematisch in Fig, 6 verdeutlicht, wo ein Quer- 
schnitt durch die (Chipkarte gemaB Fig. 5 vor Verbindung 
von Modul und Kartenkorper 5 gezeigt ist. 

Der im Bereich der Kavitat fiir den Modul mit Klebstoff 
beschichtete Kartenkorper 5 mit inlegrierter Induktions- 
spule 3 wird in passender Lage auf den Modul mit Trager 6 
und AnschluBstelle 2 aufge.setzt. Nun wind mit Hilfe des 
Heiz- und Druckstempels 9 Druck und Warme zugefiihrt. 
Dadurch crwcicht die Klcbcschicht 4, und Modul und Kar- 
tenkorper 5 werden so weit zusanimengedriickt, bis Spule 3, 
elektrisch leitende Partikel 8 und AnschluBstelle 2 sich be- 
rUhren und so eine Lotverbindung zustandekomrat. (jleich- 
35 zeitig entsteht eine Klcbeverbindung zwischen Oberflache 
der Kartenkorperkavitat und dem Modul. AnschlieBend laBt 
man den Klebstotf durch Erkalten ausharten. 

Auf die beschriebene Weise konnen die Verklebung von 
Modul und Kartenkorper und die Herstellung elektrisch lei- 
40 tender Verbi ndungen zum kontaktlosen Datenlibertragungs- 
system in einem Schritt unter Verwendung bekannter Ver- 
fahren erfolgen, 

Der in Fig. 7 gezeigte Schnitt durch einen Hotmelt-Filxn 
weisl eine Triigerfoiie 41 auf, die mit einem HeiB- oder 
45 Schraelzkleber 42 beschichtet ist. Die Schichtdicke liegt im 
Bereich zwischen 20 und 80 pm, wobei je nach Kartenmate- 
rial wie ABS, PVC. PC oder PET verschiedene Kleber zum 
Einsatz kommen. 

Der in Fig. 8 gezeigte praparierle HeiB- oder Schiiielzkle- 
50 ber weist Lochungen 43 fur die Aufnahme des Chips sowie 
jeweils seitlich angeordnete Abschnitte 44 auf, die aus einer 
leitl^higen Schicht oder aus leitfahigen Partikel n 416 beste- 
hcn bzw. dicsc cn thai ten. 

Diese Abschnitte 44 konnen bei spiels weise Lochungen 
55 oder Ausnehmungen sein, die mit Lotpaste verfiillt wvirden. 
Wie anhand der Fig. 8 erkennbar, ist der auf einer Triigerfo- 
iie 41 befindliche HeiB- oder Schmelzkleber 42 konfektio- 
niert. Auf diesen blisterartigen Folienstreifen kann das mit 
einem Chip 411 versehene Modul 410 (Fig. 10) befestigt 
60 werden, um dann in einem nachsten Arbeit sgang das derart 
iiiit Triigerfoiie 41 und HeiB- oder Schmelzkleber 42 verse- 
hene Modul 410 hin zur Ausnehmung 412 eines Kartentra- 
gers413 zu positionieren (lug. 10). 

Bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel warden Lotku- 
65 gcln rait cincm Durchmcsscr von 25 pm auf die HeiB- oder 
Schmelzkieberschicht selektiv aufgebracht, so daB in einem 
nachfolgenden Druck-Temperatur-ProzeB sowohl cine lot- 
verbindung zwischen den sich gegeniiberliegenden Kon- 
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laktfliichen unter Riickgriff auf die LdUcugel als auch die 
Klebeverbindung zwischen Modul und KartBntrager reali- 
sicn werdeii kann. 

Bci dcm in dcr Fig, 9 gczcigtcn HciB- odcr Schmclzklc- 
ber 42 weisLdicser eine mt Innern btifindljche Schichl 45 aus 
leitTahigcn Partikeln auf. In dem Falle, wenn die Konfigura- 
tion nach Fig. 9 verwendet wird, sind erhaben ausgebildete 
Kontaktflachen am Modul bzw. am Kartentrager in dcr 
Lagc, bciin Druck-Tcmpcratur-BcbaBdlungsschriit den in 
den halbfiussigen Zustand iibergehenden HeiB- oder 
Schraelzkleber zu verdrangen, um so in Wirkvcrbindung mil 
den Leitfahigen Partikeln der inneren Schicht zu treten, wo- 
durch sich die gewiinschte Kontaktierung ausbildet. 

Mir. Hilfe der Fig. 10, die eine prinzipielle Schnitldarslel- 
lung durch einen Kartentxager 413 zeigt, weicher eine Aus- 
nchmung 412 aufweist, soli nun das Verfahren zur Verbin- 
dungshersieliung erlautert werden. 

Dcr mit der praparierten IleiB- oder Schmelzkleber- 
schicbt 42 versehene Modul 410, weicher einen Chip 411 
umfalBt, wird z. B. mittels eines geeigneten Werkzeuges in 
die Ausnehmung 412 positionierC 

KonLakLdachen 414, die iiiiL einer Induklionsspule zur 
kontaktlosen Datenubermittlung in Verbindung stehen, be- 
finden sich auf der inneren Oberflachenseite der Ausneh- 
mung 412. Durch Ausubung einer Druckkraft in Pfeilrich- 
rung sowic durch Tcmpcraturcinwirkung crwarmt sich dcr 
HeiB- oder Schmelzkleber in der Schicht 42. Gleichzeiiig 
stcUen die leitfahigen Partikel 416, die sich in den Abschnit- 
ten 44 bzw. in der Schicht 55 hefinden, eine elektrische Ver- 
bindung zwischen den Kontaktflachen 414 und den gegen- 
Obcrlicgcndcn Kontaktflachen 415 dcs Moduls her. Mit dcm 
JKrkalten und Ausharten des Klebeis ergibt sich sowohl eine 
sichere mechanische Verbindung des Moduls 410 in der 
Ausnehmung 412 des Kartentragers 413 als auch eine ent- 
sprechende elektrische Verbindung zwischen den Kontakt- 
flachen 414 und 415. Tn dem Falle, wenn beis pi el sweise Lot- 
paste in Ausnehniungen oder Lochungen des HeiB- oder 
Schmelzklebers 41 eingebracht wird, dient diese zur Reali- 
sierung der elektrische n Verbindung zwischen den sich ge- 
geniiberliegenden Kontaktflachen 414 und 415. 

In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel kann bei Verwen- 
dung einer Lotkugel im Kleberfilm wahrend oder nach des 
Druck-Temperatur-Einwirkschrittcs zusatzlich lokal Warme 
im Bereich der Konlaklflachen 414 und/oder 415 z:ur Ein- 
wirkung gebracht werden, so daB der gewunschte LotpiozeB 
vollzogen wird. 

Aus den voranstehend geschilderten Ausfiihrungsbeispie- 
icn wird dcutlich, dafi die Icit^higcn Partikel odcr diclcitfa- 
hige Schicht sowohl iui Innem der HeiBklebefolie befmdlich 
sein kann, als auch oberflachenseitig aufbringbar ist. Ein Fi- 
xieren einer oberflachenseitig aufgebrachten Schicht oder 
von oberflachenseitig angeordneten Partikeln kann durch 
kurzzcitigc Warmcbchandlung crfolgcn, wodurch die cnt- 
sprechenden Partikel am Kleber anhaiten. P'iir die Wanne- 
behandlung kann beispielsweise auf eine beheizte Walze, 
die iiber die Folie gefuhrt wird, zuriickgegrififen werden, 
wobei die Walze auch gleichzeitig zum Auftragen der leitfa- 
higen Partikel nutzbar ist. 

Bei dem in der Fig, 11 gezeigten Modul umfaBt dieser ei- 
nen Chiplrager 51 sowie einen auf dem ChiptragerSl durch 
Bondung befesliglen Halbleilerchip 52. Der Chiplrager 51 
kann voneinander isolierte bzw, strukturierte Bereiche um- 
fa'isen, die mit entsprechenden Kontaktflachen des Halblei- 
tcrchips 52 elektrisch verbunden sind. Diese elektrische Ver- 
bindung kann durch Drahtbondcn crziclt werden, jcdoch bc- 
steht auch die Moglichkeit, den Halbleiterchip 52 durch 
Riickseitenkontakte unmittelbar mit dem Chiplrager 51 
elektrisch zu verbinden. 


Auf dem Chiptrager 51 ist ein zweileiliger Versteifungs- 
rahmen 53 angeordnet, der isolierte Abschnitte 54 aufweisr. 
Die beiden Teile des Versteifungsral-jmens 53 bilden jeweils 
Kontaktflachen; bcLm gczcigtcn Bcispicl gcrniiB Fig. 1 1 und 
5 12 in einem Seilenbereich 55 befindlich. 

Die Seitenbereiche 55, aber auch die iibrigen Seiienfla- 
chen des Versteifljngsrahmens 53 konnen Mittel zum Erzie- 
len einer Snap-In- Verbindung beim Einsetzen des Moduls in 
cincr Ausnehmung cincs Kartentragers (Fig. 12) aufwciscn. 
to Bei einem Ausfuhrungsbeispiel ist der Chiptrager 51 mil 
dem Versteifiingsrahmen 53 als einstuckiges Teil geferiigt. 
Alternativ konnen jedoch die Teile oder Abschnitte des Ver- 
steifungsrahraens 53 auf dem Chiptrager 51 unter Erhalt der 
gewiinschten elekirischen und mechanischen Verbindung 
15 durch Loten oder dergleichen angeordnet werden. Die zur 
Einsatzseite zeigenden Flachen 56 des Versteifungsrahmens 
53 konnen oberflachensei ug mit eiy<;m Klebemittei, insbe- 
sondere IleiBkleberaittel versehen sein, so daB eine sichere 
mechanische Verbindung des Moduls erreicht wird, ohne 
20 daB von den Kontakt- und Gegenkontaktflachen 55; 513 zu 
groBe Krafle aufgenommen werden mussen. 

Mil Hilfe der Fig, 12 sei das Einsetzen des Moduls mil 
Versteifungsrahmen naher erlautert. 

Eine IC-Karte 510 weist eine Ausnehmung 511 auf, die 
25 beispielsweise durch Frasen hergestellt sein kann. Im Inne- 
ren dcr IC-Kartc 510 bcfindcn sich Lcitcrbahncn 512, die 
z. B. Teile eines indukdven Elemenles zum drahilosen In- 
formationsaustausch sein konnen. Diese Leiterbabnen 512 
reichen bis zur Ausnehmung 511 bin und besit^.en eine Ge- 
30 genkontaktflache 513. Diese Gegenkontaktflache 513 bildet 
bcim Einsetzen dcs Moduls 514 in die Ausnehmung 511 dcr 
IC-Karte 510 mit dera Versteifungsrahmen 53 bzw. den je- 
weiligen Seitenbexeichen 55 einen Kontakt aus. 

WjQ bereits zur Fig- 11 erlautert, konnen die vSeitenberei- 
35 cbe 55 des Versteifungsrahmens 53 mit Rastnasen oder Vor- 
spriingen versehen sein, die mit den entsprechenden Aus- 
nehniungen im Bereich der Seitenflachen der Ausnehmung 
511 in der IC-Karte 510 zusammenwirkt. Hier ist auch ein 
umgekehrtes Prinzip denkbar, d. h. es werden Vorspriinge 
40 und Rastnasen in der IC-Karte 510 ausgebildet, die mit Nu- 
ten, Rillen oder Riickspriingen im Versteifungsrahmen 53 
des Moduls 514 zusamtnenwirken. 

In dem Falle, wenn vor dem Einsetzen des Moduls 514 
der Seilenbereich 55 zuiuindest im Abschnilt der Kontakt- 
45 flachen mit einem Lotmittel versehen wird, oder Lot- bzw. 
FluBmitrel auf die Gegenkonraktflachen 513 aufgebrachr 
wird, kann nach dem Eindriicken oder Einpressen des Mo- 
duls 514 in die Ausnehmung 511 dcr IC-Kartc 510 zusalz- 
hch gezielt durch LotsLenipelAVunue auf den Versteifungs- 
50 rahraen 53 aufgebracht werden, so daB im Bereich der Ver- 
bindung zwischen Kontaktflachen 55 und Gegenkontaktfla- 
chen 513 eine Lotung moglich wird. 
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Patentanspriiche 

1. Chipkarte, umfassend 

einen Kartenkorper, cine aus dicsem herausgearbeitete 
Ausnehmung (24), einen Chip (25) mit Antennenkon- 
takten (31, 32) zum AnschluB einer Antenne, eine An- 
tcnncnschicht (11, 12) mit Antcnncncinrichtungcn, ins- 
besondere einer Spule iiri Karlenkorper, welche Chip- 
kootakle (20, 21) ziun AnschlieBen des Chips (25) auf- 
weist, wobei die ('hipkontakte (20, 21) verdickte Ab- 
schnitte (16, 17) aufweisen, die im Kartcnkorper einge- 
bettet und mindestens abschnittsweise beim Herausar- 
beiten bzw. Herausfrasen der Ausnehmung (24) abge- 
tragen sind und wobei die Antennenkontakte (31, 32) 
mit den Chipkonlakten (20, 21) leiiend verbunden sind. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
ner, daS die verdickten Abschnitte (16, 17) aus (Weich- 
) Lot bestehen. 

3. Chipkarte nach cincm dor vorhcrgchcndcn Ansprli- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Antennenkon- 
takte (31, 32) mit den Chipkontaklcn (20, 21) durch 
T^oren verbunden sind. 


55 


60 


65 


4. Chipkarte nach einem der vorhcrgchenden Ansprii- 
che. dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (25) auf 
seiner der Antemienschicht (11, 12) abgewandten Seite 
zusatzlichc Kontaktc (33, 34) zum dircktcn Anschlie- 
Ben aufweisL 

5. Chipkarte nach einem der vorhergchenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Kartenkorper 
mindestens zwei Deckschichten (18, 19) umfaBt, zwi- 
schcn dcncn die Antcnncnschicht (11, 12) cinlaminicrt 
ist. 

6. Chipkarte nach einem der vorhergchenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (25) einen 
Trager (30) mit kartenauBenseitigen Kontaktflachen 
(33, 34) umfaBt, und daB die Antennenkontakte (31, 
32) von Durchkontaktierungsabschnitten gebildet sind, 
welche den Ttager (30) durchqueren. 

7. (!!hipkarte nach einem der Anspniche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Chip (25) einen Trager (30) 
mit karteninnens^tigen Kontaktflachen (31, 32) um- 
faBt. 

8. Chipkarte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net^ daB die Antennenkontakte (31, 32) direkt oder iiber 
Ofihungen (35, 36) von auBen zugangbcb, insbeson- 
dere erwarmbar sind. 

9. Chipkarte nach einem der Anspruche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB dor Chip (25) cincn bcidscitig bc- 
schichteten TVager unJaBt. 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 6, 7 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Trager (30) und/oder 
die auf ihm angebrachten Kontaktflachen (33, 34) im 
Bcrcich der Chipkontaktc (20, 21) Offnungcn (35, 36) 
aufv/eisen. 

11. Verfahren zum Ilerstellen einer Chipkarte, umfas- 
send die 8chritte 

a) auf einer Antennenschicht wird eine Antenne 
mit Chipkontakten zum AnschluB eines Chips ge- 
bildet; 

b) auf den Chipkonlakten werden verdickte Ab- 
schnitte gebildet; 

c) ein Kartenkorper wird derart gebildet, daB die 
Antennraschicht und die Chjpkontakte ein- 
schlieBlich der verdickten Abschnitte voUstandig 
von Kartenmaterial bedeckt sind; 

d) eine Ausnehmung wird ini Kartenkorper derart 
gebildet, daB die verdickten Abschnitte minde- 
stens teilweise abgetragen und dadurch freigelegt 
werden; 

c) cin Chip, umfasscnd cincn Trager mit Antcn- 
nenkonlaklen wird die Ausnehmung eingeseizi; 
f) die Antennenkontakte werden mit den Chip- 
konlakten elektrisch lei tend verbunden. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt a) cincn Atzvorgang umfaBt. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt b) Material in einem elektro- 
chemischen Vorgang aufgetragen wird. 

14. Verfahren nach Anspruch II, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt b) Material durch einen Lot- 
vorgang aufgetragen wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt c) einen Laminierungs vor- 
gang umfaBt. 

16. Verfahren nach Anspmch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt c) die Antennenschicht zwi- 
schcn mindestens zwci Deckschichten cinlaminicrt 
wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
/.eichnet^ daB im Schritt d) die Ausnehmung durch Frji- 
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sen gebildet wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt e) der Chip mit Trager in der 
Ausnchmung fcstgcklcbt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gckenn- 5 
zeichnet, daB der Chip mit Trager znittcls Scbinelzkle- 
ber in der Ausnehmung festgeklebt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB im Schritt f) die Antcnncnkontaktc mit 
den Chipkontakten verlotet werden. to 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beim Verl6ten WSnne mittels eines von 
auBen aufgesctzten Werkzcugcs zugefiihrt wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beim Verldten Warme durc^ Strahlung, is 
iasbesondere einen IR-Laser zugefiihrt wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beim Verloten yTarme durch mechani- 
sche Bewegung, insbesondere Ultraschallschwingun- 
gen zugefuhit wird. 20 

24. Chipkarte (1) fur die kontaktlose und/oder kon* 
laklbebafiele Dalenuberlnigung, welche einen Modul 
mit Haibleiterdbip, einen Kbntaktkdrper sowie An- 
schluBstellen (2) und wenigstens ein Mittel (3) fur die 
kontaktlose Dateniibertragung umfafit, dadurch ge- 25 
kcnnzcichnct, dafi die clcktrisch Icitcndc Vcrbindung 
zwischen AnschluBstellen (2) und deiii Mitlel (3) fur 
die kontaktlose Datenubertragung mittels Loten herge- 
siellt isL 

25. Chipkarte nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daS das Mittel (3) Gir die kontaktlose Datcn- 

. ubertragung eine Induktionsspule ist. 

26. Chipkarte nach dnem der Anspruche 24 oder 25, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Mittel (3) fur die kon- 
taktlose Datenubertragung im Bereich des Kartenkor- 35 
pers (5) angeordhet, beispielsweise auf diesen aufge- 
druckt Oder aufgeklebt oder in diesen integriert ist 

27. Chipkarte nach dnem der AnsprOche 24 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AnschluBstellen (2) 
erhaben auf ciner Oberflache dnes Tragers (6), welcher 40 
den Halbleiterchip und die Kontaktfl3chen fUr die kon- 
taktbehaftete Datenubertragung trSgt, angeordnet sind. 
28- Chipkarte nach Anspruch 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die AnschluBstellen (2) auf der ObernU- 
che des Tragers (6) angeordnet sind, welche den Halb- 45 
leiterchip trUgt. 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die AnschluBstellen (2) aus Mctall 
besteben. 

30. Chipkarte nach einem der Anspriiche 27 bis 29, so 
dadurch gekennzeichnet, daB die AnschluBsfjellen (2) 1 
bis 20 pm fiber die Oberflache des Tragers (6) vorste- 
hcn. 

31. Chipkarte nach einein der Anspriiche 24 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet, daS fur die Verbindung ein 55 
HeiB- Oder Schmelzklebsto£f (4), insbesondere ein 
Klebsto£f auf Phenolhaiz-Basis eingesetzt ist, welchem 
im Bereich der AnschluSsteUe (2) elektrisch leit- und 
lotfahige Partikel (8) beigemengt sind oder diese auf 
die Klebstojffschicht aufgebracht sind. 60 

32. Verfahren zuiii Herslellen einer Chipkarte nach ei- 
nem der Ansprucbe 24 bis 31, dadurch gekennzeichnet, 
daB ein Klehstoff (4) im wesentlichen im Bereich der 
gesamten Oberflache des Chipkartenmoduls, der in den 
Kartcnkorpcr (5), wclchc das Mittel (3) fUr die kontakt- 65 
lose Datenubertragung tr3gt, implantiert werden soil, 
aufgelragen wird, wobci leit- und lotfahige Partikel (8), 
die selektiv im KJebsrolf (4) ein- oder aufgebracht sind. 
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im Bereich der AnschluBstellen (2) positionierl wer- 
den. 

33. Veifaliren nach Anspruch 32, dadurch gekenn- 
zeichnet, die Vcrbindung von AnschluBstellen (2) und 
Miilel (3) fiir die kontaktlose Dalenuberlragung sowie 
von Kartenkorper (5) und Trager (6), welcher einen 
Halbleiterchip und KontaktflSchen fur die kontaktbe- 
haflete Dateniibertragung iragt, durch einen einzigen 
gcmcinsamcn Druck-Tcmpcratur-Einwirkungsschri it 
erfolgt 

34. Verfahren zur Ilerstellung einer elektrischen und 
mechaniscben Verbindung eines in einer Ausnehmung 
eines Kartentragers einer Chipkarte eingesetzten Mo- 
duls unter Verwendung eines HeiB- oder Schmelzkle- 
bers, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

- die auf einem folienartigen IVSger befindliche, 
nicht leitende Ileifi- oder Schmelzkleberschicht 
im Bereich auszubildender elektrischer Kontakte 
zwischen Modul und Kartentrager mit einer zu- 
satzlichen leitfahigen Schicht oder leitfahigen 
Parlikeln versehen ist, 

- anschlieBend die so vorb«:eitete HeiB- oder 
Scbmelzkleb^scbicht am Modul oder in der Aus- 
nehmung des Kartentragers fixiert wird, wobei die 
mit der zusatzlichcn Idtfahigcn Schicht odor den 
leitfahigen Paitikeln versehentMi Abschnille sich 
zwischen den Kontaktfiachen des Moduls und der 
Ausnehmung des Kartentragers befindet und 

- weiterhin in einem dnzagen Druck-Tempera- 
tur<-£inwirkungsschritt sowohl die mcchanischc 
Verbindung zwischen Modul und Kartentrager als 
auch die elektrische Kontaktierung reaiisxert wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB je nach gegebenem Material des Karten- 
trSgers und des Moduls geeignete HeiB- oder Schmelz- 
Ideber ausgewahlt und diese hinsichtlich ihrer Scbicbt- 
dicke und Auswahl der leitfahigen Partikel fiir den je- 
weiligen Einsatzfall individueU prSpariert werden. 

36. Verfahren nach Anspruch 34 oder 35, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die leitfahigen Partikel oder die leit- 
fahige Schicht mittels Dispenser, Walze oder Sierapel 
lokai, gegebenenfalls mittels einer Maske aufgebracht 
werden, wobei durch gleichzeilige oder anschlieBende 
kurzzcitige Warmebebandlung die Partikel oder die 
Schichtbestandreile mir. der Kleberschicht haffaend ver- 
bunden werden. 

37. VcrfahrcHi nach einem der vorbcrgchcndcn An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB als leitTahige 
Partikel Lotkugeln eingesetzt werden. 

38. Verfahren nach einem der vorhei^ehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB in die HeiB- 
odta: Schmelzkleberschicht Ausnchmungcn oder Lo- 
chungen eingebracht werden, welche nut leiLlahigen 
Partikeln verfullt sind. 

39. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als leitfahige Partikel Loipaste eingesetzt 
wird. 

40. Verbindungsmittel zur Durchfuhrung des Verfah- 
rens nach einem der Anspriiche 34 bis 39, gekenn- 
zeichnet durch ein auf einer TVagerfolie (41) befindli- 
che nicht leitende HeiB- oder Schmelzkleberschicht 
(42), welche im Bereich herzustellender elektrischer 
Kontakte Abschnitte (44) mit leitfahigen Partikeln 
(416) oder cine leitfahige Schicht aufwcist. 

41. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abschnitte (44) aus mit Lotpaste 
oder HeiBkleber verfiillten Ausnehmungen oder T,o- 
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chungen der UciB- oclcr SchmcUklebcrfolic bestchcn. 

42. VerbindungsTTiiUel nach Anspruch 40, dadurch ge- 
kennzeichnet, dal3 sich die leitfahigen Abschnitte (44; 
45) im Inncm cincr bci Tcrapcraiur- und Druckcinwir- 
kuag verdriingbaren HeiB- oder Schmelzkleberschichl 
befinden. 

43. VerbiDdungsmittel nach Anspruch 40, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Verblndung mitteLs vorab aufge- 
brachlcm, gcwalztcm Lotdraht rcalisicrl ist. 

44. Vert'ahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei 
ein auf einem Modul befindJicher Ilalbleiterchip in ei- 
ner Ausnehraung eines Kartentragers unter Erhalt einer 
elektrischen und raechanischen Verbindung eingesetzt 
wird, dadurch gekennzeichnel, daB der in die Kanen- 
ausnehniung zu impianlierende Modul zur Kinsatzseite 
hin mil einem Icitfihigen Verstcifungsrahmen mit Kon- 
taktflachen versehen wird, wobei diese Kontaktflachen 
mit in der Ausnehmung des Kartentragers befindlichen 
Gegenkontaktflachen elektrisch verhunden werden. 
45- Verfahren nach Anspruch 44, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindung zwischen Kontaktflachen 
des Rahujens und Gegenkonlaklfliichen der Ausneh- 
mung stoff-, kraft- und/oder formschliissig erfolgt. 

46. Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekenn- 
zeichnet, daJ3 der mit dem Verstcijpungsrahmen verse- 
hcnc Modul in die Kartcnausncbmung zum Erhalt der 
mechanischen Verbindung sowie der eleklrischen Kon- 
taktierung eingepreCt wird. 

47. Verhindung.sanordnung zur Herstellung einer 
Chipkarte, beslehend aus einem Modul mit einem 
Halblcilcrchip sowic cincm Kartcntragcr mit Ausnch- 
.raung zur Aufnahme des Moduls, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

daB 2iuf der Einsatzseite des Moduls (514) ein leitfahi- 
ger, voneinander isolierte Abschnitte aufweisender 
Versteifungsrahmen (53) ausgehildet ist, welcher mit 
Anschlussen des Halbleiterchips (52) elektrisch ver- 
buodeu ist, wobei der Versteiflingsrahmen (53) Kon- 
taktflachen (55) aufweist, und 

da6 in der Ausnehmung (511) des Kartentragers (510) 
Gegenkontaktflachen (513) eingeformt sind, wobei 
beim Einsetzen des Moduls (414) die Konlakt- und Ge- 
genkontaktflachen (55; 513) in I^eBsitz zucinander ge- 
langen und/oder sLoUschlussig und/oder foniischliissig 
. verbunden sind, 

48. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Versteifungsrahmen 
(53) auBcorandscitig des Moduls (514) aogcordnct ist 
und eine iin wesenllichen quadralische oder rcchlek- 
kige Form aufweist. 

49. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47 oder48, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Versteifungsralimen 
(53) scitlichc Vorspriingc odcr Rastnascn aufweist, die 
mil an Seitenwanden der Ausnehmung (511) beliodli- 
chen Riickspriingen oder Nuten zusammenwirken. 

50. Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 
47 bis 49, dadurch gekennzeichnet, daB die Gegenkon- 
taktflacben (513) in den Seitenflachen der Ausneh- 
mung (511) befindlich sind und Vorspriinge oder Rast- 
nasen aufweisen, die mit korrespondicrendcn Ausneh- 
inuDgen iiri Versteifungsrahmen (33) zusammenwir- 
ken. 

5 1 . Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 
47 bis 49, dadurch gekennzeichnet, daB der Verstei- 
fungsrahmen (53) integral nait cincm Ghiptragcr (51) 
ausgebildet ist, wobei die voneinander isolierten Kon- 
taktflachen des Verbindungsrahraens (53) mit jewcili- 
gen Chipkontiikten oder Rondfiachen in Verbindung 
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